國立中央大學機械工程學系
系訂課程大綱
	一、課程基本資料

	課程名稱
	中文：先進材料製程

	
	英文：Processes for advanced materials

	課程類別
	■必修(材料與製造組)
□核心課程
	學分數
	3

	課程代碼
	ME3048
	每週上課時數
	3小時
	開課年級
	機三

	修課限制
	修過 “材料科學”、 “先進材料”

	二、課程基本目標

	半導體工業發展迅速，開啟了材料製程上的進步，雖然後續發展的微機電系統(MEMS)製程、奈米(NANO)製程，與半導體製程均歸屬於材料先進製程，但是半導體製程的產值還是一支獨秀，遠遠高於其他先進製程技術。甚至有些微機電系統(MEMS)製程，也僅是將半導體製程技術應用到矽晶以外之材料而已。半導體製程技術的發展很快，積體電路的製造，大約依據莫爾定律(Moore’s law)預測在發展，導線寬度愈作愈窄，積層愈多，技術愈趨複雜。身為現代機械工程師，必須對半導體製程技術有所了解，以便將來投身於半導體工業時，能夠學以致用，並且除了熟悉技術之外，希望在已有的機械學識基礎上，學習如何開發製程設備、維修機台，完成新時代工程師的學習與訓練。


	三、課程需達成核心能力（請勾選）

	■
1. 能夠發掘、分析工程問題，並且運用數學、科學、工程知識以及應用現代化工具、方法加以解決。
■
2. 能夠規劃、設計與執行實驗，並且可以分析實驗結果與解釋數據所代表意義。
■
3. 具備工程系統、元件或製程之設計、規劃與整合能力。
□
4. 能有表達、溝通能力以及團隊合作精神。
■
5. 能夠關注當前與機械工程相關之技術發展、時事議題，並瞭解對環境、社會及全球的影響，從而體認專業倫理、社會責任，以及持續學習的重要。


	四、參考書目（書名、作者、出版者、出版日期）

	教科書: 
Introduction to semiconductor manufacturing technology-   by Hong Xiao 
Prentice Hall, 2001, Upper Saddle River, New Jersey, 歐亞書局代理


	五、課程大綱

	第1章：導論
第2章：IC製造導論

第3章：半導體之基礎學識

第4章：晶圓製造技術

第5章：加溫製程

第6章：光刻製程

第7章：電漿基礎理論

第8章：離子佈值

第9章：蝕刻

第10章：化學氣相蒸鍍與介電薄膜

第11章：金屬化製程

第12章：化學機械拋光

第13章：製程整合

第14章：CMOS製程

第15章：未來發展
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